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COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE
____________

CONNECTEURS POUR APPLICATIONS ANALOGIQUES EN COURANT
CONTINU ET À BASSE FRÉQUENCE ET POUR APPLICATIONS

NUMÉRIQUES UTILISANT DES DÉBITS ÉLEVÉS
POUR LE TRANSFERT DES DONNÉES –

Partie 4-104: Connecteurs pour cartes imprimées sous assurance de la qualité –
Spécification particulière pour modules de connecteurs en deux parties,

au pas de base de 2,0 mm avec des connexions au pas multiple de 0,5 mm

AVANT-PROPOS

1) La CEI (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation mondiale de normalisation composée
de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEI). La CEI a pour objet de
favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de
l'électricité et de l'électronique. A cet effet, la CEI, entre autres activités, publie des Normes internationales.
Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le
sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en
liaison avec la CEI, participent également aux travaux. La CEI collabore étroitement avec l'Organisation
Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.

2) Les décisions ou accords officiels de la CEI concernant les questions techniques représentent, dans la mesure
du possible un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux intéressés
sont représentés dans chaque comité d’études.

3) Les documents produits se présentent sous la forme de recommandations internationales. Ils sont publiés
comme normes, rapports techniques ou guides et agréés comme tels par les Comités nationaux.

4) Dans le but d'encourager l'unification internationale, les Comités nationaux de la CEI s'engagent à appliquer de
façon transparente, dans toute la mesure possible, les Normes internationales de la CEI dans leurs normes
nationales et régionales. Toute divergence entre la norme de la CEI et la norme nationale ou régionale
correspondante doit être indiquée en termes clairs dans cette dernière.

5) La CEI n’a fixé aucune procédure concernant le marquage comme indication d’approbation et sa responsabilité
n’est pas engagée quand un matériel est déclaré conforme à l’une de ses normes.

6) L’attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Norme internationale peuvent faire
l’objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEI ne saurait être tenue pour
responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale CEI 61076-4-104 a été établie par le sous-comité 48B: Connecteurs,
du comité d'études 48 de la CEI: Composants électromécaniques et structures mécaniques
pour équipements électroniques.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

FDIS Rapport de vote

48B/745/FDIS 48B/759/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti à l'approbation de cette norme.

Les futures normes de cette série porteront dorénavant le nouveau titre général cité ci-dessus.
Le titre des normes existant déjà dans cette série sera mis à jour lors d'une prochaine édition.

Le numéro QC qui figure sur la page de couverture de la présente publication est le numéro de
spécification dans le système CEI d'assurance de la qualité des composants électroniques
(IECQ).
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION
_____________

CONNECTORS FOR USE IN DC, LOW FREQUENCY ANALOGUE
AND DIGITAL HIGH SPEED DATA APPLICATIONS –

Part 4-104: Printed board connectors with assessed quality –
Detail specification for two-part modular connectors, basic grid of 2,0 mm,

with terminations on a multiple grid of 0,5 mm

FOREWORD

1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization for standardization comprising
all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of the IEC is to promote
international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To
this end and in addition to other activities, the IEC publishes International Standards. Their preparation is
entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may
participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising
with the IEC also participate in this preparation. The IEC collaborates closely with the International Organization
for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two
organizations.

2) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters express, as nearly as possible, an
international consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation
from all interested National Committees.

3) The documents produced have the form of recommendations for international use and are published in the form
of standards, technical reports or guides and they are accepted by the National Committees in that sense.

4) In order to promote international unification, IEC National Committees undertake to apply IEC International
Standards transparently to the maximum extent possible in their national and regional standards. Any
divergence between the IEC Standard and the corresponding national or regional standard shall be clearly
indicated in the latter.

5) The IEC provides no marking procedure to indicate its approval and cannot be rendered responsible for any
equipment declared to be in conformity with one of its standards.

6) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this International Standard may be the subject
of patent rights. The IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

International Standard IEC 61076-4-104 has been prepared by subcommittee 48B: Connectors,
of IEC technical committee 48: Electromechanical components and mechanical structures for
electronic equipment.

The text of this standard is based on the following documents:

FDIS Report on voting

48B/745/FDIS 48B/759/RVD

Full information for the approval of this standard can be found in the report on voting indicated
in the above table.

Future standards in this series will carry the new general title as cited above. Titles of existing
standards in this series will be updated when a new edition is prepared.

The QC number that appears on the front of cover of this publication is the specification
number of the IEC Quality Assessment System for Electronic Components (IECQ).



– 12 – 61076-4-104 © CEI:1999

CONNECTEURS POUR APPLICATIONS ANALOGIQUES EN COURANT
CONTINU ET À BASSE FRÉQUENCE ET POUR APPLICATIONS

NUMÉRIQUES UTILISANT DES DÉBITS ÉLEVÉS
POUR LE TRANSFERT DES DONNÉES –

Partie 4-104: Connecteurs pour cartes imprimées sous assurance de la qualité –
Spécification particulière pour modules de connecteurs en deux parties,

au pas de base de 2,0 mm avec des connexions au pas multiple de 0,5 mm

CEI SC 48B: CONNECTEURS

Spécification disponible auprès de: Bureau Central CEI ou aux adresses
indiquées sur la couverture intérieure

[Composants électroniques de qualité assurée]

CEI 61076-4-104

QC 480301XX0005

SPÉCIFICATION PARTICULIÈRE conforme à la CEI 61076-1:1995. CEI 61076-4-001

Voir 3.2.1 pour la vue isométrique

Voir 3.4, 3.5 and 3.6 pour les dimensions

Modules de connecteurs en deux
parties , pour cartes imprimées et
fonds de panier, aux pas de base
de 2,0 mm avec des connexions
aux pas multiples de 0,5 mm

Modules et multimodules de connec-
teur qui peuvent être montés par
juxtaposition, avec une longueur de
n × 12 mm et quatre rangées ou
plus, avec des clefs de codage
optionnelles et des contacts
spéciaux

Grille 2 mm × 2 mm

n × 12

Niveaux de performance: 1, 2 et 3

Niveaux de contrôle: A et G

Les combinaisons de niveaux de
performance et de niveaux
de contrôle:

1G, 2A, 2G et 3A

Les informations concernant la disponibilité des composants qualifiés selon cette spécification
particulière sont fournies dans la liste des produits qualifiés.

IEC   156/99
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CONNECTORS FOR USE IN DC, LOW FREQUENCY ANALOGUE
AND DIGITAL HIGH SPEED DATA APPLICATIONS –

Part 4-104: Printed board connectors with assessed quality –
Detail specification for two-part modular connectors, basic grid of 2,0 mm,

with terminations on a multiple grid of 0,5 mm

IEC SC 48B: CONNECTORS

Specification available from: IEC Central Office or from the addresses
shown on the inside cover
[Electronic components of assessed quality]

IEC 61076-4-104

QC 480301XX0005

DETAIL SPECIFICATION in accordance with IEC 61076-1:1995. IEC 61076-4-001

See 3.2.1 for isometric view

See 3.4, 3.5 and 3.6 for dimensions

Two-part modular connectors , for
printed boards and backplanes,
basic grid 2,0 mm, with terminations
on a multiple grid of 0,5 mm

Stackable connector modules and
multimodules with n × 12 mm
lengths and in four or more row
configuration, with optional coding
and special contacts

Grid 2 mm × 2 mm

n × 12

Performance level(s): 1, 2 and 3

Assessment levels: A and G

Combination of

performance levels

and assessment

levels:

1G, 2A, 2G and 3A

Information on the availability of components qualified to this detail specification
is given in the qualified products list.

IEC   156/99
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1 Données générales

1.1 Méthode recommandée pour le montage

Un connecteur complet consiste en un ou plusieurs modules ou multimodules de connecteur
qui sont montés par juxtaposition bout à bout sans perte de contacts.

Les modules de fiche sont montés au bord de la carte imprimée et présentent des contacts
femelles avec des sorties à pivots coudés à souder ou à insérer à force.

Les modules d'embase sont montés sur le fond de panier et présentent des contacts mâles
avec des sorties droites à souder ou à insérer à force, avec des raccords optionnels à l'arrière
du fond de panier.

1.1.1 Nombre minimal et maximal d'alvéoles de contact

Les modules ou multimodules de connecteur présentent quatre rangées ou plus, les alvéoles
de contacts de signal peuvent être totalement ou partiellement équipées d'un contact, les
alvéoles de contacts de puissance sont toujours totalement équipées.

Les modules de connecteur possédant des alvéoles de contacts spéciaux ont une seule
rangée, qui peut être individuellement équipée.

Le nombre possible d'alvéoles par module ou multimodule de connecteur est fourni dans le
tableau 1.

Pour la disposition des contacts, voir 2.4.

Table 1 – Nombre d'alvéoles de contact

Description Nombre de Nombre d'alvéoles en fonction de la dimensions des modules
des alvéoles rangées 12 mm 24 mm 48 mm 96 mm 1)

Signaux 4 24 48 96 192

Signaux 5 30 60 120 240

Puissance 4 8

Puissance 5 10

Spéciales 1 1 2

A l’étude

1) Les modules plus grands (monobloc) sont à l’étude.

1.2 Caractéristiques et conditions nominales de fonctionnement

Tension de service: 500 V eff.

Courant limite à 70 °C: 1 A (tous contacts signaux)
2,75 A (tous contacts de puissance)

Résistance d'isolement: 5 × 103 MΩ min., initiale

Catégories climatiques: PL1: 55/125/56
PL2: 25/125/21
PL3: 25/085/00

Epaisseur de la carte imprimée: 1,4 mm min.

Pas entre contacts: 2,0 mm, selon un pas de montage et une grille de
référence à multiples de 0,5 mm, selon la CEI 60917
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1 General data

1.1 Recommended method of mounting

A complete connector consists of one or more connector modules or multimodules which are
mounted stackable to each other, without the loss of contact positions.

Free board connector modules are mounted on the edge of the printed board and have female
contacts with right-angle solder or press-in terminations.

Fixed connector modules are mounted on the backplane and have male contacts with straight
solder or press-in terminations, with optional rear plug-up possibilities.

1.1.1 Minimum and maximum number of contact cavities

The connector modules and multimodules provide four or more rows, cavities for signal
contacts that can be fully or partially loaded, cavities with power contacts that are always fully
loaded.

The connector modules featuring cavities for special contacts are single-row, which can be
individually loaded.

The possible number of contact cavities per connector module and multimodule are given in
table 1.

For contact arrangements, see 2.4.

Table 1 – Number of contact cavities

Description Number of Number of contact cavities per module size
of cavities cavity rows 12 mm 24 mm 48 mm 96 mm 1)

signal 4 24 48 96 192

signal 5 30 60 120 240

power 4 8

power 5 10

special 1 1 2

under
preparation

1) Larger (monobloc) module sizes are under consideration.

1.2 Ratings and characteristics

Rated voltage: 500 V r.m.s

Current rating at 70 °C: 1 A (all signal contacts)

2,75 A (all power contacts)

Insulation resistance: 5 × 103 MΩ min., initial

Climatic categories: PL1: 55/125/56

PL2: 25/125/21

PL3: 25/085/00

Printed board thickness: 1,4 mm min.

Contact spacing: 2,0 mm, based upon a multiple mounting and reference grid of
0,5 mm, according to IEC 60917
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1.3 Références normatives

Les documents normatifs suivants contiennent des dispositions qui, par suite de la référence
qui y est faite, constituent des dispositions valables pour la présente partie de la CEI 61076.
Au moment de la publication, les éditions indiquées étaient en vigueur. Tout document normatif
est sujet à révision et les parties prenantes aux accords fondés sur la présente partie de la CEI
61076 sont invitées à rechercher la possibilité d'appliquer les éditions les plus récentes des
documents normatifs indiqués ci-après. Les membres de la CEI et de l'ISO possèdent les
registres des Normes internationales en vigueur.

CEI 60068-1:1988, Essais d'environnement – Partie 1: Généralités et guide

CEI 60352-5:1995, Connexions sans soudure – Partie 5: Connexions insérées à force sans
soudure – Règles générales, méthodes d'essai et guide pratique

CEI 60410:1973, Plan et règles d'échantillonnage pour les contrôles par attributs

CEI 60512-2:1985, Composants électromécaniques pour équipements électroniques –
Procédures d'essai de base et méthodes de mesure – Partie 2: Examen général, essais de
continuité électrique et de résistance de contact, essais d'isolement et essais de contrainte
diélectrique

CEI 60512-3:1976, Composants électromécaniques pour équipements électroniques –
Procédures d'essai de base et méthodes de mesure – Partie 3: Essais de courant limite

CEI 60512-4:1976, Composants électromécaniques pour équipements électroniques –
Procédures d'essai de base et méthodes de mesure – Partie 4: Essais de contraintes
dynamiques

CEI 60512-5:1992, Composants électromécaniques pour équipements électroniques –
Procédures d'essai de base et méthodes de mesure – Partie 5: Essais d'impact (composants
libres), essais d'impact sous charge statique (composants fixes), essais d'endurance et essais
de surcharge

CEI 60512-6:1984, Composants électromécaniques pour équipements électroniques –
Procédures d'essai de base et méthodes de mesure – Partie 6: Essais climatiques et essais de
soudure

CEI 60512-7:1993, Composants électromécaniques pour équipements électroniques –
Procédures d'essai de base et méthodes de mesure – Partie 7: Essais de fonctionnement
mécanique et essais d'étanchéité

CEI 60512-8:1993, Composants électromécaniques pour équipements électroniques –
Procédures d'essai de base et méthodes de mesure – Partie 8: Essais mécaniques des
connecteurs, des contacts et des sorties

CEI 60512-9:1992, Composants électromécaniques pour équipements électroniques –
Procédures d'essai de base et méthodes de mesure – Partie 9: Essais divers

CEI 60603-1:1991, Connecteurs pour fréquences inférieures à 3 MHz pour utilisation avec
cartes imprimées – Partie 1: Spécification générique – Prescriptions générales et guide de
rédaction des spécifications particulières, avec assurance de la qualité

Amendement 1:1992

CEI 60917:1988, Ordre modulaire pour le développement des structures mécaniques pour les
infrastructures électroniques

CEI 60917-2-2:1994, Ordre modulaire pour le développement des structures mécaniques pour
les infrastructures électroniques – Partie 2: Spécification intermédiaire – Dimensions de
coordination pour les interfaces des infrastructures au pas de 25 mm – Section 2: Spécification
particulière – Dimensions pour bacs, châssis, fonds de panier, faces avant et unités
enfichables
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1.3 Normative references

The following normative documents contain provisions which, through reference in this text,
constitute provisions of this part of IEC 61076. At the time of publication, the editions indicated
were valid. All normative documents are subject to revision, and parties to agreements based
on this part of IEC 61076 are encouraged to investigate the possibility of applying the most
recent editions of the normative documents indicated below. Members of IEC and ISO maintain
registers of currently valid International Standards.

IEC 60068-1:1988, Environmental testing – Part 1: General and guidance

IEC 60352-5:1995, Solderless connections – Part 5: Solderless press-in connections. General
requirements, test methods and practical guidance

IEC 60410:1973, Sampling plans and procedures for inspection by attributes

IEC 60512-2:1985, Electromechanical components for electronic equipment – Basic testing
procedures and measuring methods – Part 2: General examination, electrical continuity and
contact resistance tests, insulation tests and voltage stress tests

IEC 60512-3:1976, Electromechanical components for electronic equipment – Basic testing
procedures and measuring methods – Part 3: Current carrying capacity tests

IEC 60512-4:1976, Electromechanical components for electronic equipment – Basic testing
procedures and measuring methods – Part 4: Dynamic stress tests

IEC 60512-5:1992, Electromechanical components for electronic equipment – Basic testing
procedures and measuring methods – Part 5: Impact tests (free components), static load tests
(fixed components), endurance tests and overload tests

IEC 60512-6:1984, Electromechanical components for electronic equipment – Basic testing
procedures and measuring methods – Part 6: Climatic tests and soldering tests

IEC 60512-7:1993, Electromechanical components for electronic equipment – Basic testing
procedures and measuring methods – Part 7: Mechanical operating tests and sealing tests

IEC 60512-8:1993, Electromechanical components for electronic equipment – Basic testing
procedures and measuring methods – Part 8: Connector tests (mechanical) and mechanical
tests on contacts and terminations

IEC 60512-9:1992, Electromechanical components for electronic equipment – Basic testing
procedures and measuring methods – Part 9: Miscellaneous tests

IEC 60603-1:1991, Connectors for frequencies below 3 MHz for use with printed boards –
Part 1: Generic specification - General requirements and guide for the preparation of detail
specifications, with assessed quality

Amendment 1:1992

IEC 60917:1988, Modular order for the development of mechanical structures for electronic
equipment practices

IEC 60917-2-2:1994, Modular order for the development of mechanical structures for electronic
equipment practices – Part 2: Sectional specification – Interface coordination dimensions for
the 25 mm equipment practice – Section 2: Detail specification – Dimensions for subracks,
chassis, backplanes, front panels and plug-in units
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CEI 61076-1:1995, Connecteurs sous assurance de la qualité, pour utilisation dans le cadre
d'applications analogiques en courant continu et à basse fréquence et dans le cadre
d'applications numériques utilisant des débits élevés pour le transfert des données – Partie 1:
Spécification générique

CEI 61076-4:1995, Connecteurs sous assurance de la qualité, pour utilisation dans le cadre
d'applications analogiques en courant continu et à basse fréquence et dans le cadre
d'applications numériques utilisant des débits élevés pour le transfert des données – Partie 4:
Spécification intermédiaire – Connecteurs pour cartes imprimées

CEI 61076-4-001:1996, Connecteurs sous assurance de la qualité, pour utilisation dans le
cadre d'applications analogiques en courant continu et à basse fréquence et dans le cadre
d'applications numériques utilisant des débits élevés pour le transfert des données – Partie 4:
Connecteurs pour cartes imprimées – Section 001: Spécification particulière cadre

ISO 468:1982, Rugosité de surface – Paramètres, leurs valeurs et les règles générales de la
détermination des spécifications

1.4 Marquage

Le marquage du connecteur et de son emballage doit être conforme à 2.6 de la CEI 61076-4.

1.5 Désignation de type CEI

La désignation doit être en accord avec l’article 2.5 de la CEI 61076-4:

IEC 61076-4-104 - L L N N N L N - NNNNN - L N N N L

Numéro de  la
spécification

A
-

Lettre indiquant
le niveau de

particulière G contrôle

Z Non applicable

Lettres indiquant les
modèles du connecteur
selon tableau 2, et les
contacts individuels

A A
– –
- –
- –
Z Z

1
–
2
–
3

Chiffre indiquant le
niveau de
performance

Nombre d'alvéoles de contact

Boîtier seul 000

Selon tableau 1
001
----
----
----
240

00
01
– -
– -
99

Code indiquant l’option
du type de sortie selon
tableau 3

Lettre indiquant la nature de la sortie
selon tableau 3

Lettre indiquant Femelle F C Sertissage

le type de Mâle M I Déplacement d’isolant

contact Non
applicable

X P Connexion insérée à force

R P + enroulement arrière

Code indiquant les dispositions S Soudure

des contacts, selon tableau 4 Z Non applicable

Chiffres indiquant Non applicable 00000
l’arrangement des contacts, longueurs
de contacts mâles par rangée selon
tableau 5

11111
-------
99999
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IEC 61076-1:1995, Connectors with assessed quality, for use in d.c., low-frequency analogue
and in digital high speed data applications – Part 1: Generic specification

IEC 61076-4:1995, Connectors with assessed quality, for use in d.c., low-frequency analogue
and in digital high speed data applications – Part 4: Sectional specification – Printed board
connectors

IEC 61076-4-001:1996, Connectors with assessed quality, for use in d.c., low-frequency
analogue and in digital high speed data applications – Part 4: Printed board connectors –
Section 001: Blank detail specification

ISO 468:1982, Surface roughness – Parameters, their values and general rules for specifying
requirements

1.4 Marking

The marking of the connector and the packaging shall be in accordance with 2.6 of IEC 61076-4.

1.5 IEC type designation

This designation shall be derived in accordance with 2.5 of IEC 61076-4:

IEC 61076-4-104 - L L N N N L N - NNNNN - L N N N L

Number
of this

A
-

Letter denoting
the assessment

detail specification G level
Z Not applicable

Letters denoting
the styles of
connectors according
to table 2, and for
individual contacts

A A
– –
– –
– –
Z Z

1
–
2
–
3

Number
denoting
the
performance
level

Number of contact cavities for:
Housing only 000

According to table 1
001
----
----
----
240

00
01
– –
– –
99

Code denoting the
optional extensions to
the type of termination
in accordance
with table 3

Letter denoting the basic type of
termination according to table 3

Letter denoting Female F C Crimp
the type of Male M I Insulation displacement
contacts Not applicable X P Press-in

R Press-in plus rear plug-up
Code denoting the S Solder
contact loading, see table 4 Z Not applicable

Not applicable 00000
Digits denoting the contact
arrangement, pin length per row,
according to table 5

11111
-------
99999




